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１．概要（Summary） 

近年、マグノンと光共振器モードが結合した「共振器オ

プトマグノニクス」と呼ばれる分野が注目されている[1]。こ

れまでに YIG(Yttrium Iron Garnet)球を共振器とした

ものが実証されているが、スピンの数が多すぎるため結合

率が小さいことが課題であった。結合率を上げるために、

キッテルモードではなく静磁スピン波モードを用いるなど、

様々な実験が行われているが、結合率の劇的な向上には

至っていない。そこで本研究では、GGG(Gadolinium 

Gallium Garnet)基板上にスパッタ成膜した YIG薄膜を

リング共振器に微細加工を施し、体積を小さくしスピンの

数を減らすことで結合率の劇的な改善を試みる。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイシング装置、紫外線照射装置、エキスパンド装置 

【実験方法】 

GGG基板上へのYIGのスパッタ成膜、およびリング共

振器への微細加工は研究室所有の装置を用いて行った。

次に、YIG の光導波路の断面を出すことを目的に、ダイ

シング装置を用いて基板を切断した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したデバイスの光学顕微鏡図を Fig. 1に示す。ま

ず基板表面にゴミのようなものがたくさん残ってしまって

いる。これは基板を保護するためにSiO2(400 nm)をスパ

ッタ成膜した際にできてしまったものである。今後表面を

保護する際は、SiO2 の膜厚を薄くするか、他の方法を検

討したいと思う。次にダイシング装置による切断面に関し

て、なるべくきれいな切断面を出したいと考えていたが、

Fig. 1 に示すようにあまりきれいな切断面を形成する事

が出来なかった。考えられる理由として、GGG 基板は単

結晶面（111）のものを使用しているが、面に沿っていない

ために、切断面がまっすぐになっていない可能がある。ま

たブレードの選定、および切断速度の最適化も今後必要

になってくるかもしれない。 

切断面のきれいさはは光の入射係数に関わってくるた

め、現状でも問題無く光は入射できると思うが、今後より

シャープな切断面を形成できるように条件を最適化し、素

子の加工を行っていきたい。 
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Fig. 1 Device image of YIG ring resonator. 


